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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine kontaktlose Chipkarte und ein Verfahren zur Herstel-
lung einer kontaktlosen Chipkarte, bei dem ein Aussparun-
gen (6) aufweisender Kunststofftrager (1) bereitgestellt
wird, auf dem eine Antennenspule (5) auf einer Oberseite
(4) des Kunststofftragers (1) und ein eine integrierte Schal-
tung aufweisendes Bauelement (3) auf einer der Oberseite
(4) gegeniberliegenden Riickseite (2) des Kunststofftra-
gers (1) angeordnet wird, eine elektrische Verbindung zwi-
schen der Spule (5) und dem Bauelement (3) hergestellt
wird, der Kunststofftrager (1) in eine Spritzgussform (9) ein-
gebracht wird und ein Kartenkdrper (8) im SpritzgieRverfah-
ren an die Rickseite (2) des Kunststofftragers (1) angegos-
sen wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Kartenkdrpers fiir eine kon-
taktlose Chipkarte.

[0002] Eine Herstellung kontaktloser Chipkarten ge-
normten Formats erfolgt beispielsweise im Laminier-
verfahren, bei dem eine Antennenspule und zumin-
dest ein Halbleiterchip auf einer Tragerfolie angeord-
net sind, die in einem, durch Laminieren mehrerer
Folien, ausgebildeten Kartenkorper integriert sind.

[0003] Eine weitere Vorgehensweise sieht die An-
ordnung des Halbleiterchips und einer Antennenspu-
le auf einer Tragerschicht vor, auf die der Kartenkor-
per durch ein Moldverfahren aufgebracht wird, so
dass der Kartenkdrper den Halbleiterchip und die An-
tennenspule vollstandig bedeckt.

Stand der Technik

[0004] Inder DE 197 32 353 A1 ist ein Verfahren zur
Herstellung einer kontaktlosen Chipkarte angege-
ben, bei dem ein flachiger, in einer Spritzgusstechnik
hergestellter, mit einer Aussparung versehener Kar-
tenkorper hergestellt wird, eine elektrisch leitfahige
Spule auf der Oberflache der Aussparung angeord-
net wird und ein Chip in der Aussparung ausgerichtet
und mit Anschlissen der Spule elektrisch leitend ver-
bunden wird. Die Aussparungen werden anschlie-
Rend mit einer Vergussmasse ausgegossen.

[0005] Das in der DE 101 56 803 A1 zur Herstellung
eines kontaktlosen Datentragers vorgeschlagene
Verfahren sieht die Verwendung eines Werksticktra-
gers als Teilwerkzeug eines SpritzgieBwerkzeugs
vor, auf welches die Spule platziert wird und beidsei-
tig umgossen wird.

[0006] In der WO 97/23843 A1 wird zur Herstellung
einer kontaktlosen Chipkarte eine Spule auf einer
Tragerfolie aufgebracht und die Tragerfolie in eine
Spritzgussform eingebracht. Mit der Spule zu kontak-
tierende integrierte Schaltungsmittel werden tber der
Tragerfolie positioniert und mit der Spule verbunden.
Ein Kartenkorper wird anschlieBend an die Tragerfo-
lie angegossen.

[0007] Die DE 196 37 306 C1 schlagt ein Verfahren
zur Herstellung einer kontaktlosen Chipkarte vor, bei
dem eine eine Spule aufweisende Tragerfolie mit ei-
ner Deckschicht bedeckt wird, die der Spule gegeni-
berliegende Seite der Tragerfolie mit einer Karten-
schicht bedeckt wird, das Gebilde in eine Spritzguss-
form eingebracht und mit einem Kunststoffmaterial
eingespritzt wird.

[0008] In der DE 102 20 239 A1 wird ein Verfahren
zur Herstellung einer kontaktlosen Chipkarte ange-
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geben, bei dem die empfindliche Antennenspule
wahrend eines Spritzgussvorganges geschutzt wer-
den soll. Die Antennenspule weist dazu im Bereich
der Einpressoffnung fur die Vergussmasse eine
Schutzfolie auf. Die Schutzfolie kann ein aufgespritz-
ter Schutzlack, eine Kunststofffolie mit einer Klebe-
schicht oder auch ein Teil des Tragers sein, der tber
die Antennenspule gefaltet wird.

[0009] Die DE 44 24 396 C2 beschreibt ein Tragere-
lement zum Einbau in eine Chipkarte, wobei insbe-
sondere eine verbesserte mechanische Stabilitat und
eine verbesserte Kontaktierung im Vordergrund
steht. Ein Halbleiterchip, der sich auf einer Seite ei-
nes Tragers befindet wird tiber Durchbriiche in dem
Trager, welche mit leitendem Material gefullt sind,
elektrisch mit einer Kontaktflache, die sich auf der an-
deren Seite des Tragers befindet verbunden.

[0010] Die oben genannten Verfahren weisen meh-
rere Nachteile auf. Die Herstellung einer Chipkarte
mittels eines Laminierprozesses ist sehr aufwendig
und kostenintensiv. Die gemafl dem Stand der Tech-
nik vorzunehmende Positionierung der Spule auf ei-
ner Tragerschicht fuhrt bei einem Moldverfahren da-
zu, dass die Spule stets vollstdndig umgossen wird.
Durch den sich beim Einspritzen der Moldmasse in
die Gussform ergebenden Druck besteht jederzeit
die Mdglichkeit, dass sich die Windungen der Anten-
nenspule von der Tragerschicht I6sen.

Aufgabenstellung

[0011] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine kon-
taktlose Chipkarte anzugeben und ein Verfahren zur
Herstellung eines Kartenkorpers fir eine Chipkarte
derart weiterzubilden, dass der Kartenkdrper einfach
und kostengtinstig herstellbar ist und dass eine Be-
schadigung der in dem Kartenkérper der hergestell-
ten Chipkarte integrierten Antennenspule beim Ein-
spritzen der Moldmasse ausgeschlossen ist.

[0012] Die Aufgabe wird geldst durch ein Verfahren
gemaf Anspruch 1 und durch einen Kartenkorper flr
eine Chipkarte gemafl Anspruch 5. Bevorzugte Ver-
fahrensvarianten und Ausgestaltungen der Chipkarte
sind den jeweiligen Unteranspriichen zu entnehmen.

[0013] Demnach sieht das Verfahren zur Herstel-
lung des Kartenkorpers flir eine Chipkarte die Bereit-
stellung eines Aussparungen aufweisenden Kunst-
stofftragers vor, auf dem auf einer Oberseite eine
elektrisch leitfahige Spule angeordnet ist. Ein auf der
Ruckseite des Kunststofftrdgers angeordnetes inte-
grierte Schaltungen aufweisendes Bauelement, zum
Beispiel ein Halbleiterchip, wird mittels in den Aus-
sparungen des Kunststofftrdgers angeordnete
Durchkontaktierungen mit der Spule verbunden. Zur
Herstellung des Kartenkoérpers wird der Kunststofftra-
ger in eine Spritzgussform eingebracht und mittels ei-
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nes Moldverfahrens der Kartenkérper an die Ruck-
seite des Kunststofftragers angegossen.

[0014] Unter einem Moldverfahren soll im Sinne der
Erfindung und wie im Stand der Technik Ublich ein
Verfahren zur Herstellung eines Kartenkdrpers ver-
standen werden, welches sich einer Gehauseform
bedient, deren Hohlraum mit einem Kunststoff ausge-
fullt wird. Form und GréRe des Kartenkorpers werden
durch die Ausbildung des Hohlraums bestimmt. Bei
der Anwendung des Moldverfahrens, welches zur
Herstellung der erfindungsgemafien Chipkarte ver-
wendet wird, kdnnen die Ublichen Moldwerkzeuge
und Apparaturen verwendet werden. Es kénnen alle
herkdmmlich bei Moldverfahren eingesetzten Duro-
plaste oder Thermoplaste eingesetzt werden.

[0015] Besonders vorteilhaft ist es, dass hierbei die
Oberseite des Kunststofftragers mit der auf ihr ange-
ordneten Antennenspule eine der Oberflachen bzw.
eine AulRenseite der fertiggestellten Chipkarte bildet,
wahrend der Halbleiterchip innerhalb der Chipkarte
angeordnet ist. Somit wird die Antennenspule beim
Einspritzen der Moldmasse in die Gussform von der
Moldmasse nicht bedeckt, so dass sich Windungen
der Antennenspule auch nicht durch den sich beim
Einspritzen ergebenden Druck von dem Trager |[6sen
kdnnen. Es kénnen beim Herstellen des Kartenkor-
pers ausschliel3lich Herstellungsschritte und Werk-
zeuge eingesetzt werden, die ohnehin bei einem Mo-
dul- und/oder Kartenhersteller gebrauchlich sind.
Des weiteren entfallen aufwendige und teure Verfah-
rensschritte, die mittels Laminierprozessen vorzu-
nehmen sind. Aufgrund der Anordnung der Spule auf
der dem Chip gegenuberliegenden Seite des Kunst-
stofftragers kénnen problemlos auch mehrere Chips
auf dem Trager angeordnet werden. Die Antenne auf
der Kartenoberflache kann nach der Fertigstellung
der Chipkarte beim herkdbmmlichen Bedrucken mit ei-
ner Deckschicht abgedeckt und eingeebnet werden.

[0016] In einer vorteilhaften Weiterbildung wird das
Bauelement dergestalt auf dem Kunststofftrager an-
geordnet, dass beim Einbringen des Kunststofftrager
in die Spritzgie3form das Bauelement auf einer einen
Einspritzkanal aufweisende Seite der Spritzgief3form
gegeniberliegenden Seite angeordnet ist. Dies hat
den Vorteil, dass das auf dem Trager angeordnete
Bauelement durch den sich beim Einspritzen der
Moldmasse ergebenden Druck nicht beschadigt wird.

[0017] Die erfindungsgemale kontaktlose Chipkar-
te bestehend aus einem Kartenkdrper und einem im
Kartenkorper angeordneten Kunststofftrager, einer
auf dem Kunststofftrager angeordneten Spule und ei-
nem eine integrierte Schaltung aufweisenden Baue-
lement, welches mit der Spule elektrisch leitend ver-
bunden ist, ist dergestalt ausgebildet, dass die Spule
auf einer dem Bauelement gegenuberliegenden
Oberseite des Kunststofftragers angeordnet ist. Die
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Positionierung der Spule auf der Oberseite des
Kunststofftragers hat den Vorteil, dass die Chipkarte
in einem kostenglnstigen Spritzgussverfahren her-
stellbar ist.

[0018] Eine weitere Ausfihrungsform der Chipkarte
sieht vor, dass die die Spule aufweisende Oberseite
des Kunststofftragers zur Einebnung und Abdeckung
der Spule mit einer Deckschicht versehen wird.

Ausfihrungsbeispiel

[0019] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
Zeichnungen naher erlautert. Es zeigen:

[0020] Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung
eines Kunststofftrdgers und einer Spritzgussform, in
die der Kunststofftrager zur Herstellung eines Karten-
korpers eingebracht ist und

[0021] Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung
einer erfindungsgemafen Chipkarte.

[0022] Eig. 1 soll das erfindungsgemalie Verfahren
zur Herstellung einer Chipkarte erlautern. Als Aus-
gangsmaterial im erfindungsgemafien Verfahren
dient ein Kunststofftrager 1, auf dem auf einer Riick-
seite 2 ein Halbleiterchip 3 mit hier nicht dargestellten
Kontaktflachen angeordnet ist. Auf der dem Halblei-
terchip 3 gegenlberliegenden Oberseite 4 des
Kunststofftragers 1 ist eine Antennenspule 5 aufge-
bracht. Die Antennenspule 5 ist Gber im Kunststofftra-
ger 1 angeordnete Aussparungen 6 mittels Durch-
kontaktierungen 7 mit dem Halbleiterchip 3 elektrisch
leitend verbunden.

[0023] Zur Herstellung eines Kartenkérpers 8 ist der
Kunststofftrager 1 in eine Spritzgussform 9 einge-
bracht, deren Formraum der Form des auszubilden-
den Kartenkoérpers 8 entsprechend ausgebildet ist.
Hierbei ist der Kunststofftrager 1 in der Spritzguss-
form 9 so ausgerichtet, dass der Formraum der
Spritzgussform 9 nur die Ruckseite 2 des Tragers 1
einschlieflt. Die Spritzgussform 9 weist auf einer Sei-
te 10 einen Anspritzkanal 11 auf, durch den ein flis-
siges Kunststoffmaterial in den Formraum einge-
spritzt wird. Das Moldverfahren kann auf im Stand
der Technik ubliche Weise durchgefihrt werden, wo-
bei auch die Ublichen Thermoplaste oder Duroplaste
als Werkstoffe zur Herstellung des Kartenkorpers 8
verwendet werden kénnen.

[0024] Damit durch den beim Einspritzen entste-
henden Druck der auf dem Kunststofftrager 1 ange-
ordnete Halbleiterchip 3 nicht beschadigt wird, ist die-
ser an der dem Einspritzkanal 11 gegenuberliegen-
den Seite 12 der Spritzgussform 9 auf dem Kunst-
stofftrdger 1 angeordnet. Nach dem Umgiefl3en des
Kunststofftragers 1 bzw. des Halbleiterchips 3 und er-
folgter Aushartung des Kartenkérpers 8 wird die so
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hergestellte Chipkarte 13 aus der Spritzgussform 9
entfernt. Die Oberseite 4 des Tragers 1 bildet eine
AuRenseite der Chipkarte 13, auf der die Spule 5
sichtbar ist. Zum Einebnen bzw. Abdecken der An-
tennenspule 5 wird diese Aulenseite in einem an-
schlieRenden Prozessschritt mit einer hier nicht sicht-
baren Uberzogen. Diese Deckschicht ist mit Gblichen
MaRnahmen bedruckbar.

[0025] Die Fig. 2 zeigt die erfindungsgemafie Chip-
karte 13, die mit dem vorab beschriebenen Verfahren
hergestellt wurde. Der auf dem Kunststofftrager 1 an-
geordnete Halbleiterchip 3 ist nunmehr vollstandig im
Kartenkorper 8 eingebettet. Die aus der Oberseite 4
des Tragers 1 gebildete Aulenseite der Chipkarte 13
ist mit einer Deckschicht 14 versehen, so dass die
Antennenspule 5 von dieser abgedeckt ist.

[0026] Das erfindungsgemalle Verfahren ermdg-
licht die Herstellung von kontaktlosen Chipkarten im
einem kostengunstigen Spritzgussverfahren.

Bezugszeichenliste

Kunststofftrager
Ruckseite
Bauelement
Oberseite
Antennenspule
Aussparung
Durchkontaktierung
Kartenkorper
Spritzgussform
Seite
Einspritzkanal
Seite

Chipkarte
Deckschicht
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Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung eines Kartenkérpers
fur eine kontaktlose Chipkarte (13), das die folgenden
Schritte aufweist:

— Bereitstellen eines Aussparungen (6) aufweisen-
den Kunststofftragers (1),

— Anordnen einer Antennenspule (5) auf einer Ober-
seite (4) des Kunststofftragers (1),

— Anordnen eines eine integrierte Schaltung aufwei-
senden Bauelementes (3) auf einer der Oberseite (4)
gegeniberliegenden Riickseite (2) des Kunststofftra-
gers (1),

— Herstellen einer elektrischen Verbindung zwischen
der Spule (5) und dem Bauelement (3), wobei die
Spule (5) mit Anschlusskontakten des Bauelementes
(3) mittels in den Aussparungen (6) gefiihrten metal-
lischen Durchkontaktierungen (7) elektrisch leitend
verbunden wird,

— Einbringen des Kunststofftragers (1) in eine Spritz-
gussform (9) und
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— Angiel3en des Kartenkdrpers (8) im SpritzgieRver-
fahren an die Rickseite (2) des Kunststofftragers (1).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Abdecken und Einebnen der auf
der Oberseite (4) des Kunststofftragers (1) angeord-
neten Spule (5) mittels einer Deckschicht (14) gleich-
zeitig mit einem Bedrucken dieser Oberseite (4) und
oder der Deckschicht (14) erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bauelement (3) dergestalt auf
dem Kunststofftrager (1) angeordnet wird, dass beim
Einbringen des Kunststofftragers (1) in die Spritz-
gielform (9) das Bauelement (3) auf einer einen Ein-
spritzkanal (11) aufweisende Seite (10) der Spritz-
gielRform (9) gegenuberliegenden Seite (12) ange-
ordnet ist.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Herstellung des Kartenkérpers (8)
im Endlos-Verfahren erfolgt.

5. Kartenkorper, der in einem SpritzgieRverfah-
ren hergestellt ist, fiir eine kontaktlose Chipkarte (13),
in dem ein Kunststoff trager (1), eine auf dem Kunst-
stofftrager (1) angeordneten Spule (5) und ein eine
integrierte Schaltung aufweisendes Bauelement (3),
welches mit der Spule (5) elektrisch leitend verbun-
den ist, angeordnet ist, wobei die Spule (5) auf einer
dem Bauelement (3) gegentiberliegenden Oberseite
(4) des Kunststofftragers (1) angeordnet ist.

6. Kartenkdrper nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine die Spule abdeckende
Deckschicht (14) eine Aulienseite der Chipkarte (13)
bildet.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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